排名	企业	国家/地区	核心领域
1	英伟达 (NVIDIA)	美国	AI芯片、GPU（图形处理器）
2	三星电子 (Samsung)	韩国	存储芯片、晶圆代工
3	台积电 (TSMC)	中国台湾	晶圆代工制造
4	博通 (Broadcom)	美国	通信芯片、AI ASIC（专用集成电路）
5	英特尔 (Intel)	美国	CPU（中央处理器）、PC/服务器芯片
补充说明：若仅看芯片设计公司（Fabless），全球营收前五则是英伟达、博通、AMD、联发科、高通-3。

中国芯片企业“军团”：多点开花，全链布局
虽然中国企业在全球前10中暂时缺席，但在产业链的各个环节都已有具备竞争力的代表企业-3。为了让课堂上的学生更好地理解，我把它们分为三类：

1. 芯片设计（Fabless）—— 各细分领域的佼佼者
这类企业只负责设计，制造交给代工厂。中国在多个细分赛道已跻身世界前列。

技术领域	代表企业	核心成就/地位
AI芯片	寒武纪、华为海思、摩尔线程	寒武纪2025年首次实现盈利，市值一度突破6000亿元-2-5
手机/通信芯片	华为海思(麒麟)、紫光展锐	海思麒麟9000S实现回归；紫光展锐是全球公开市场TOP 4手机SoC企业-7
存储芯片	兆易创新、长江存储	兆易创新NOR Flash全球第二、国内第一-7
MCU/车载芯片	兆易创新、中微半导	车规级MCU国产替代加速，预计2028年国产化率超50%-2
射频/传感器	卓胜微、豪威科技(韦尔股份)	豪威是全球第三大CIS图像传感器供应商-2
2. 芯片制造与封测 —— 从“卡脖子”到自主突破
制造领域：

中芯国际 (SMIC)：中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工厂。已实现等效7nm工艺小批量量产，良率稳定超90%-7-8。

华虹集团：全球领先的特色工艺（如功率器件、嵌入式存储）晶圆代工厂，产能持续扩张-3-9。

封测领域（全球领先）：

长电科技：全球第三、中国第一的封测企业。它是SK海力士HBM3E内存的独家封测伙伴，在Chiplet（芯粒）、HBM先进封装领域技术处于国际前列-7。

3. 设备与材料 —— 产业链的“基石”
设备：

北方华创：中国半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等多类设备，在28nm成熟制程已实现90%以上国产化配套-7。

中微公司：国内唯一实现5nm刻蚀机量产并进入台积电供应链的企业，全球第四大刻蚀设备厂商-7。

材料：

[bookmark: _GoBack]沪硅产业、西安奕材：12英寸大硅片国产化的主力军-9。
